
聚辰半导体股份有限公司

（下转B710版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）杨翌保证季度报告中

财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期

本报告期比上年同期增减变动幅度

（%）

营业收入 200,841,522.87 50.75

归属于上市公司股东的净利润 57,234,426.11 246.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,847,262.30 356.78

经营活动产生的现金流量净额 61,797,640.47 不适用

基本每股收益（元/股） 0.47 238.31

稀释每股收益（元/股） 0.47 235.72

加权平均净资产收益率（%） 3.68 增加2.56个百分点

研发投入合计 21,460,948.90 48.84

研发投入占营业收入的比例（%） 10.69 减少0.13个百分点

项目 本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增减变动幅度

（%）

总资产 1,697,003,823.55 1,639,096,445.28 3.53

归属于上市公司股东的所有者权益 1,588,202,649.72 1,524,493,233.48 4.18

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目 本期金额 说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

-19,708,655.84

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,605.82

减：所得税影响额 -1,958,389.92

少数股东权益影响额（税后） 12,176.09

合计 -17,612,836.19

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项

目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

营业收入 50.75

主要原因系在DDR5内存条商用的驱动下， 公司应用于DDR5内存模组的SPD�

EEPROM产品于报告期内大批量出货，带动营业收入快速增长；此外，公司应

用于汽车电子、工业控制领域的EEPROM产品销量及收入于报告期内亦实现

了较快速增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常损

益的净利润

356.78

报告期内，公司扣除非经常损益的净利润增幅高于营业收入增幅，主要原因系

受公司应用于DDR5内存条、汽车电子及工业控制等高附加值市场的产品特别

是SPD�EEPROM产品的销售占比提升，以及公司部分产品价格体系调整等因

素的综合影响，公司销售毛利率有较大幅度提高，带动扣除非经常损益的净利

润高速增长。

归属于母公司股东的净利润 246.9

报告期内，公司净利润增幅低于扣除非经常损益的净利润增幅，主要原因系公

司间接持有中芯国际股份， 按照出资份额确认的公允价值变动收益减少本报

告期业绩约2,190.32万元。

基本每股收益 238.31

稀释每股收益 235.72

加权平均净资产收益率 增加2.56个百分点

经营活动产生的现金流量净额 不适用

报告期内， 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,763.36万元，

主要系公司业务规模增长使得销售商品收到的现金增长所致。

研发投入合计 48.84

主要原因系公司针对部分研发人员实施2021年限制性股票激励计划， 报告期

内确认的股份支付费用有较大幅度增长；此外，报告期内研发人员薪酬及研发

项目开支亦有一定幅度的增长。

研发投入占营业收入的比例 减少0.13个百分点 主要系报告期内公司营业收入快速增长所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 5,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） /

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量

持股

比例（%）

持有有限售条件

股份

数量

包含转融通借出股份

的限售股份数量

质押、标记或冻结

情况

股份状

态

数量

江西和光投资管理有限公司

境内非国有法

人

25,703,785 21.27 25,703,785 25,703,785 无

聚辰半导体（香港）有限公司 境外法人 11,268,552 9.33 无

桐乡市亦鼎股权投资合伙企业（普通合伙） 其他 9,778,611 8.09 无

北京珞珈天壕投资中心（有限合伙） 其他 5,587,777 4.62 5,587,777 5,587,777 无

武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业

（有限合伙）

其他 5,587,777 4.62 5,587,777 5,587,777 无

澜起投资有限公司

境内非国有法

人

5,489,500 4.54 无

北京新越成长投资中心（有限合伙） 其他 5,169,873 4.28 147,047 147,047 无

宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企

业（有限合伙）

其他 4,600,205 3.81 无

聚祥有限公司 境外法人 4,131,149 3.42 无

兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合

型证券投资基金

其他 2,222,511 1.84 无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

股份种类 数量

聚辰半导体（香港）有限公司 11,268,552 人民币普通股 11,268,552

桐乡市亦鼎股权投资合伙企业（普通合伙） 9,778,611 人民币普通股 9,778,611

澜起投资有限公司 5,489,500 人民币普通股 5,489,500

北京新越成长投资中心（有限合伙） 5,022,826 人民币普通股 5,022,826

宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙） 4,600,205 人民币普通股 4,600,205

聚祥有限公司 4,131,149 人民币普通股 4,131,149

兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 2,222,511 人民币普通股 2,222,511

宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙） 1,752,017 人民币普通股 1,752,017

宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙） 1,721,091 人民币普通股 1,721,091

宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙） 1,706,028 人民币普通股 1,706,028

上述股东关联关系或一致行动的说明

（1）江西和光投资管理有限公司、北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）与武汉珞珈梧桐新兴产业投资

基金合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人陈作涛先生所控制企业，互为关联方；

（2）宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区望矽高投资管

理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税

港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）均系公司员工持股平台，执行事务合伙人均为宁波梅山保

税港区壕辰投资管理有限责任公司，互为关联方；

（3）公司未知其他股东之间的关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通

业务情况说明（如有）

/

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1、2022年2月21日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《聚辰股份2022年限制性股票激励

计划（草案）》，批准实施2022年限制性股票激励计划。 本次限制性股票激励计划采取的激励工具为第二

类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票。 本次限制性股票激励计划拟

授予的限制性股票数量为180.00万股，约占公司股本总额的1.49%。 其中，首次授予数量为158.40万股，占

本次授予权益总额的88.00%，约占公司股本总额的1.31%；预留数量为21.60万股，占本次授予权益总额的

12.00%，约占公司股本总额的0.18%。（详见公司于2022年1月28日披露的《聚辰股份2022年限制性股票

激励计划（草案）摘要公告》）

2、2022年2月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划

激励对象首次授予限制性股票的议案》， 决议以2022年2月25日作为本次限制性股票激励计划的权益授

予日，向78名激励对象首次授予158.40万股第二类限制性股票，授予价格为22.64元/股，公司独立董事发

表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票

激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确认本次股权激励计划的授予条件已经成就，并就权益

授予日激励对象名单发表了明确同意的核查意见，同意向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票。 （详见公司于2022年2月26日披露的《聚辰股份关于向2022年限制性股票激励计划激励对

象首次授予限制性股票的公告》）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:聚辰半导体股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2022年3月31日 2021年12月31日

流动资产：

货币资金 507,485,533.29 433,565,095.12

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 718,025,277.76 772,957,616.45

衍生金融资产

应收票据 4,545,640.45 20,907,036.82

应收账款 98,281,640.4 82,829,852.65

应收款项融资

预付款项 14,609,692.07 15,480,672.40

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2,022,201.35 4,270,723.04

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 123,577,246.04 100,642,837.44

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,707,665.23 7,313,624.33

流动资产合计 1,474,254,896.59 1,437,967,458.25

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 19,950,066.25 19,983,937.96

投资性房地产

固定资产 16,782,227.92 6,985,133.97

在建工程 148,831,068.47 152,032,608.35

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 6,131,202.52 7,415,313.61

无形资产 2,918,917.31 3,555,020.23

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,007,522.66 1,614,728.81

递延所得税资产 4,151,615.83 3,244,122.65

其他非流动资产 22,976,306.00 6,298,121.45

非流动资产合计 222,748,926.96 201,128,987.03

资产总计 1,697,003,823.55 1,639,096,445.28

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 68,783,548.69 59,788,003.99

预收款项

合同负债 685,439.69 875,419.72

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 9,198,641.32 20,363,805.32

应交税费 14,981,886.64 12,711,560.69

其他应付款 141,868.43 1,317,161.68

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5,432,830.38 5,764,788.18

其他流动负债 71,547.04 348,170.47

流动负债合计 99,295,762.19 101,168,910.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 1,142,954.09 2,039,010.00

长期应付款 318,785.00 318,785.00

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 6,720,000.00 6,720,000.00

递延所得税负债 6,799,212.59 9,045,912.81

其他非流动负债

非流动负债合计 14,980,951.68 18,123,707.81

负债合计 114,276,713.87 119,292,617.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 120,841,867.00 120,841,867.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,121,018,849.23 1,114,811,309.80

减：库存股

其他综合收益 -119,869.11 -387,319.81

专项储备

盈余公积 40,440,350.56 40,440,350.56

一般风险准备

未分配利润 306,021,452.04 248,787,025.93

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,588,202,649.72 1,524,493,233.48

少数股东权益 -5,475,540.04 -4,689,406.06

所有者权益（或股东权益）合计 1,582,727,109.68 1,519,803,827.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,697,003,823.55 1,639,096,445.28

公司负责人：陈作涛主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：杨翌

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：聚辰半导体股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度

一、营业总收入 200,841,522.87 133,232,337.00

其中：营业收入 200,841,522.87 133,232,337.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 116,792,434.48 115,586,410.92

其中：营业成本 82,579,233.62 92,274,710.37

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 248,939.95 55,064.77

销售费用 6,091,584.56 4,018,874.29

管理费用 7,651,085.17 5,607,896.72

研发费用 21,460,948.90 14,419,220.73

财务费用 -1,239,357.72 -789,355.96

其中：利息费用 75,200.23

利息收入 1,840,473.87 1,038,581.81

加：其他收益 107,605.82 121,565.78

投资收益（损失以“－” 号填列） 2,757,334.70 7,808,005.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－” 号填列）

净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）

公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -22,465,990.54 -9,180,779.58

信用减值损失（损失以“-” 号填列） -486,444.42 134,634.32

资产减值损失（损失以“-” 号填列） -1,131,389.72 -130,272.42

资产处置收益（损失以“－” 号填列） -166.21

三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 62,830,204.23 16,398,913.92

加：营业外收入 42,000.00 1,396,599.99

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 62,872,204.23 17,795,513.91

减：所得税费用 6,423,912.10 1,564,608.66

五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 56,448,292.13 16,230,905.25

（一）按经营持续性分类

1、持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 56,448,292.13 16,230,905.25

2、终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）

（二）按所有权归属分类

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 57,234,426.11 16,498,934.69

2、少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -786,133.98 -268,029.44

六、其他综合收益的税后净额 267,450.70 17,851.39

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 267,450.70 17,851.39

1、不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2、将重分类进损益的其他综合收益 267,450.70 17,851.39

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 267,450.70 17,851.39

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 56,715,742.83 16,248,756.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 57,501,876.81 16,516,786.08

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -786,133.98 -268,029.44

八、每股收益： ? ?

（一）基本每股收益(元/股) 0.47 0.14

（二）稀释每股收益(元/股) 0.47 0.14

公司负责人：陈作涛主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：杨翌

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：聚辰半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 217,879,130.08 126,088,827.71

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 8,572,816.38 1,274,081.23

收到其他与经营活动有关的现金 1,998,607.42 1,307,586.07

经营活动现金流入小计 228,450,553.88 128,670,495.01

购买商品、接受劳务支付的现金 123,500,861.87 100,657,255.72

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 32,419,606.77 25,421,960.76

支付的各项税费 3,215,954.36 1,406,605.29

支付其他与经营活动有关的现金 7,516,490.41 7,020,602.08

经营活动现金流出小计 166,652,913.41 134,506,423.85

经营活动产生的现金流量净额 61,797,640.47 -5,835,928.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 315,500,000.00 750,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,757,554.56 7,824,853.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,445.96

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 318,257,554.56 757,826,299.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,776,069.12 2,121,904.60

投资支付的现金 283,000,000.00 688,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 304,776,069.12 690,621,904.60

投资活动产生的现金流量净额 13,481,485.44 67,204,395.07

三、筹资活动产生的现金流量： ? ?

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,188,532.70

筹资活动现金流出小计 1,188,532.70

筹资活动产生的现金流量净额 -1,188,532.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -170,155.04 -405,299.10

五、现金及现金等价物净增加额 73,920,438.17 60,963,167.13

加：期初现金及现金等价物余额 433,565,095.12 346,246,350.09

六、期末现金及现金等价物余额 507,485,533.29 407,209,517.22

公司负责人：陈作涛主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：杨翌

（三）2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司

董事会

2022年4月29日

信息披露

2022/4/30

星期六
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Disclosure

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投

资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“四、风险因素” 中详细披露了可能面对的风险，提

请投资者注意查阅。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第二届董事会第八次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），预计分配现金红利总额为3,262.73万元（含税），占

2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.14%。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记之日前， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重

组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利

润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科创板 聚辰股份 688123 /

2、公司存托凭证简况

3、联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表

姓名 袁崇伟 翁华强

办公地址 上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号

电话 021-50802035

电子信箱 investors@giantec-semi.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务情况

公司是一家全球化的集成电路设计高新技术企业，专门从事高性能、高品质集成电路产品的研发设

计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。 公司目前拥有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和

智能卡芯片三条主要产品线，产品广泛应用于智能手机、液晶面板、计算机及周边、汽车电子、工业控制、

通讯、蓝牙模块、白色家电、医疗仪器等众多领域。

2、主要产品情况

（1）非易失性存储芯片

1）EEPROM

EEPROM是一类通用型的非易失性存储芯片，主要用于各类设备中存储小规模、经常需要修改的数

据，通常可确保100年100万次擦写，在1Mb及以下容量区间具备性价比优势，具体应用包括智能手机摄

像头模组内存储镜头与图像的矫正参数、汽车电子控制单元以及娱乐系统、液晶显示等外围部件内存储

控制参数、液晶面板内存储参数和配置文件、内存条温度传感器内存储温度参数、蓝牙模块内存储控制参

数等。

公司EEPROM产品线包括I2C、SPI和Microwire等标准接口的系列EEPROM产品， 以及主要应用

于计算机和服务器内存条的SPD� EEPROM产品。 公司的EEPROM产品具有高可靠性、宽电压、高兼容

性、低功耗等特点，常温条件下的耐擦写次数最高可达400万次，数据存储时间最长可达200年，被评为

2013-2019年期间上海名牌产品，产品广泛应用于智能手机、液晶面板、计算机及周边、汽车电子、工业控

制、蓝牙模块、通讯、白色家电、医疗仪器等领域。

2）NOR� Flash

NOR� Flash与EEPROM同为满足中低容量存储需求的非易失性存储器， 两者在技术上具有一定相

通性， 但在性能方面有所差异，NOR� Flash更适合对擦写次数与数据可靠性要求不高但对数据存储量要

求较高的应用领域，通常可确保20年10万次擦写，广泛应用于AMOLED手机屏幕、TDDI触控芯片、蓝牙

模块等消费电子产品领域以及汽车电子、安防监控、可穿戴设备、物联网等领域。 相较于市场同类产品，公

司研发的NOR� Flash产品具有更可靠的性能和更强的温度适应能力， 耐擦写次数从10万次水平提升到

20万次以上，数据保持时间超过50年，适应的温度范围达-40℃-125℃，并在功耗、数据传输速度、ESD及

LU等关键性能指标方面达到业界领先水平。

（2）音圈马达驱动芯片

音圈马达是摄像头模组内用于推动镜头移动进行自动聚焦的装置，音圈马达驱动芯片为与音圈马达

匹配的驱动芯片，用于控制音圈马达来实现自动聚焦功能，主要应用于智能手机摄像头领域。 常见的三类

音圈马达驱动芯片包括开环式音圈马达驱动芯片、 闭环式音圈马达驱动芯片和OIS光学防抖音圈马达驱

动芯片。

公司开环式音圈马达驱动芯片具有聚焦时间短、体积小、误差率低等优点，于2019年入选《上海市创

新产品推荐目录》。 同时，公司基于在EEPROM领域的技术优势，自主研发了集成音圈马达驱动芯片与

EEPROM二合一产品，大大减小了两颗独立芯片在摄像头模组中占用的面积，提升了产品的竞争力。 此

外，公司已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发，以满足

中高端智能手机产品的市场需求。

（3）智能卡芯片

智能卡芯片是指粘贴或镶嵌于CPU卡、逻辑加密卡、RFID标签等各类智能卡（又称IC卡）中的芯片

产品，内部包含了微处理器、输入/输出设备接口及存储器（如EEPROM），可提供数据的运算、访问控制

及存储功能。 智能卡芯片一般分为CPU卡芯片、逻辑加密卡芯片和RFID芯片，常见的应用包括交通卡、门

禁卡、校园卡、会员卡等。

公司的智能卡芯片产品是将EEPROM技术与下游特定应用相结合的一类专用芯片， 产品系列包括

CPU卡系列、逻辑卡系列、高频RFID系列、NFC� Tag系列和Reader系列，主要产品包括双界面CPU卡芯

片、非接触式/接触式CPU卡芯片、非接触式/接触式逻辑卡芯片、RFID芯片、读卡器芯片等。公司智能卡芯

片产品广泛应用于公共交通、公共事业、校园一卡通、身份识别、智能终端等领域。 公司是住建部城市一卡

通芯片供应商之一，产品曾通过中国信息安全测评中心的EAL4+安全认证，双界面CPU智能卡芯片已获

得国家密码管理局颁发的商用密码产品型号二级证书，智能卡芯片产品被评为2013-2019年期间上海名

牌产品。

（二）主要经营模式

公司主要经营模式为典型的Fabless模式， 在该模式下只从事集成电路产业链中的芯片设计和销售

环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业代工完成，公司取得芯片成品后，再通过经销商或直

接销售给模组厂或整机厂商。 公司的整体业务流程如下图所示：

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司

所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业” ；根据《国民经济行业分类（GB/T� 4754—

2017）》，公司所处行业为“6520集成电路设计” 。

（1）集成电路设计行业发展情况

集成电路设计处于集成电路产业链的上游，负责芯片的开发设计。 集成电路设计行业是典型的技

术密集型行业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分，芯片设计水平对芯片产

品的功能、性能和成本影响较大，因此芯片设计的能力是一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之

一。 经过十年“创芯” 发展，国内集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头，封装测试业为

主体，制造业为重点的产业格局。 在国内集成电路行业中，设计业始终是最具发展活力的领域，是我国

集成电路产业发展的源头和驱动力量。 根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路设计业销

售额达4,519亿元，同比增长19.6%，保持快速、平稳增长态势。除了行业规模显著增长外，集成电路行业

的产业结构也不断优化， 附加值较高的设计环节销售额占集成电路行业总销售额比例稳步提高，从

2016年的37.93%上升到2021年的43.21%，已成为集成电路产业链中比重最大的环节。

（2）非易失性存储芯片市场发展情况

1）EEPROM市场发展情况

EEPROM凭借其高可靠性、百万次擦写、低成本等诸多优点，长期以来满足了消费电子、计算机及

周边、工业控制、白色家电、通信等传统应用领域稳定的数据存储需求，市场规模在2016年之前呈现平

稳发展的态势。 随着智能手机摄像头模组升级和物联网的发展，EEPROM以其自身优势，迅速开拓了

智能手机摄像头、汽车电子、智能电表、智能家居、可穿戴设备等新型市场，与此同时，传统应用领域的

快速智能化发展也为EEPROM的需求提升增添了助力， 因此EEPROM市场规模在2016-2017年间出

现拐点。

智能手机摄像头和汽车电子已成为EEPROM市场增长的主要驱动力。 在5G商用带动智能手机存

量替换、多摄渗透率提升以及摄像头模组升级等因素的驱动下，智能手机摄像头对EEPROM的需求量

持续增长，根据赛迪顾问数据，到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM的需求量将达到55.25亿颗。

此外，随着汽车智能网联、电动化趋势的不断发展，汽车电子产品的渗透率将快速提升，进一步拉动了

EEPROM市场规模增长，根据赛迪顾问数据，预计到2023年汽车电子领域对EEPROM的需求量将达

到23.87亿颗。

液晶面板和DDR内存条亦为EEPROM的重要应用领域。 随着高清显示、4K的需求增加，近年来全

球大尺寸液晶面板的需求保持稳步增长，进而拉动了液晶面板对EEPROM需求量的提升，根据赛迪顾

问数据，预计到2023年液晶面板领域EEPROM需求量将达到9.68亿颗。 此外，在居家办公、在线教育以

及云计算、大数据等因素的驱动下，计算机和服务器的需求规模显著提升。 根据IDC统计，2021年全球

计算机和服务器的出货量分别达到34,880.00万台和1,353.90万台，同比增长14.80%和6.90%。 以每台

计算机搭载1-2条内存，每台服务器搭载10-12条内存计算，2021年计算机和服务器领域对DDR内存的

需求量超过4.84亿条。 下游DDR内存模组行业规模的提升相应带动了应用于DDR内存条的SPD�

EEPROM需求量的增加。

2）NOR� Flash市场发展情况

NOR� Flash的传统应用以功能手机内存为主，2010-2016年随着智能手机的快速崛起，NOR�

Flash市场规模逐渐下降。 虽然2016年以后功能手机市场需求基本筑底，但在智能手机新技术、蓝牙模

块、 可穿戴设备、 汽车电子、 安防监控、 工业控制、 物联网等新兴应用领域的带动下，NOR� Flash在

AMOLED手机屏幕、TWS耳机以及TDDI触控芯片等方面的应用快速增长， 市场规模开始反弹。 根据

CINNO� Research统计，NOR� Flash的市场规模从2017年的24亿美元增长至2019年的28亿美元左右，

预计2022年市场规模将达到37亿美元。

（3）音圈马达驱动芯片市场发展情况

智能手机的摄像头模组是音圈马达驱动芯片的重要应用领域，对智能手机的需求增加以及更高的

照片拍摄需求促使目前音圈马达驱动芯片市场保持稳定增长。根据沙利文统计，2014年到2018年期间，

全球音圈马达驱动芯片市场规模的复合年均增长率为4.48%，2018年全球市场规模达到1.43亿美元。 随

着多摄像头和前置自动对焦摄像头应用的增加，音圈马达驱动芯片市场规模将进一步增长，根据沙利

文数据，预计到2023年音圈马达驱动芯片市场规模将达到2.73亿美元。

（4）智能卡芯片市场发展情况

受益于智能卡在移动通信、金融支付、公共事业等领域应用的增加，根据沙利文统计，从2014年到

2018年，全球智能卡芯片出货量从90.19亿颗增长到155.89亿颗，复合年均增长率为14.66%，市场规模

从28.14亿美元增长到32.70亿美元，复合年均增长率为3.83%。 亚太地区的收入比重最大，其中中国、印

度、日本、韩国是主要市场。 随着智能卡芯片技术的进步和应用领域的扩展，预计未来智能卡芯片收入

将持续增长，根据沙利文数据，到2023年全球智能卡芯片出货量将达到279.83亿颗，市场规模将达到

38.60亿美元。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）非易失性存储芯片行业竞争格局与公司的市场地位

1）EEPROM行业竞争格局与公司的市场地位

全球市场上的EEPROM供应商主要来自欧洲、美国、日本和中国大陆地区，除公司外还包括意法

半导体 （STMicroelectronics）、 微芯科技 （Microchip� Technology）、 安森美半导体（ON�

Semiconductor）、艾普凌科（ABLIC,� Inc.）等。在工业级EEPROM竞争领域，以公司为代表的境内供

应商产品已广泛应用于智能手机、液晶面板、计算机及周边、工业控制、蓝牙模块、通讯、白色家电、医疗

仪器等众多领域，目前公司已成为智能手机摄像头和液晶面板EEPROM芯片的领先品牌，在该等细分

领域奠定了领先优势；以意法半导体为代表的境外供应商由于其整体业务规模较大、全球知名度较高，

产品应用领域和客户资源相对更为广泛，在工业控制、通讯、白色家电等国产替代比率相对较低的领域

占有相对较高的市场份额。 在汽车级EEPROM竞争领域，目前境外竞争对手已形成较为成熟的汽车级

EEPROM产品系列， 技术水平和客户资源优势相对明显； 作为境内领先的汽车级EEPROM产品供应

商， 公司已拥有A2等级和A3等级的全系列汽车级EEPROM产品， 主流容量的A1等级的汽车级

EEPROM产品也已于2021年末通过了第三方权威机构的AEC-Q100可靠性标准认证， 但在高等级汽

车级EEPROM领域还有较大拓展空间。

2）NOR� Flash行业竞争格局与公司的市场地位

NOR� Flash芯片设计企业相对集中，前五大NOR� Flash芯片设计企业占据逾90%的市场份额。 近

年来，随着国际存储器龙头企业逐步退出中低容量NOR� Flash市场，产能或让位于汽车电子、工业控制

等应用领域的高容量产品，或专注于DRAM和NAND� Flash业务，兆易创新、华邦电子、旺宏电子等厂

商的市场份额持续上升，NOR� Flash行业目前已形成了华邦电子、旺宏电子、兆易创新、赛普拉斯和美

光科技的五强竞争格局。 目前公司开发的中低容量的NOR� Flash产品尚未导入市场，在NOR� Flash领

域还有较大提升空间。

（2）音圈马达驱动芯片行业竞争格局与公司的行业地位

全球市场上的音圈马达驱动芯片供应商主要来自韩国、日本、美国和中国大陆地区，除公司外还包

括韩国动运（DONGWOON）、罗姆半导体（ROHM� Semiconductor）、旭化成（AKM）、安森美半导

体（ON� Semiconductor）、天钰科技（Fitipower）等。 在开环式音圈马达驱动芯片领域，主要厂商包

括韩国动运、 公司和天钰科技， 公司已初步建立了竞争优势和品牌影响力； 生产闭环式和光学防抖

（OIS）音圈马达驱动芯片的厂商相对较少，主要包括罗姆半导体、旭化成、安森美半导体等，公司已与

部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发，满足中高端智能手

机产品的市场需求。

（3）智能卡芯片行业竞争格局与公司的行业地位

相较于全球主要的智能卡芯片厂商，国内智能卡芯片厂商规模较小，主要集中在华大半导体、紫光

微电子、大唐微电子、上海复旦及国民技术等厂商。 根据沙利文统计，2018年全国收入排名前五的智能

卡芯片厂商包括英飞凌、恩智浦半导体、华大半导体、上海复旦及紫光微电子，合计占中国智能卡芯片

市场总收入的65%左右。 公司的智能卡芯片业务收入在国内市场中的占有率较小，在该领域的市场份

额有较大提升空间。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要产品所处行业的主流技术水平、最高技术水平以及未来的技术发展方向如下：

产品类别 主流技术水平 最高技术水平 未来的技术进展方向

EEPROM

工业

级

1、工作温度：-40℃-85℃；

2、工作电压：1.7V-5.5V；

3、可靠性：

（1）擦写次数：常温下100万次；

（2）数据保存时间：常温下40年；

4、静态功耗：1-6μA

1、工作温度：-40℃-85℃；

2、工作电压：1.1V-5.5V；

3、可靠性：

（1）擦写次数：常温下400万次；

（2）数据保存时间：常温下200年；

4、静态功耗：1μA

1、进一步降低芯片功耗，特别是静态功耗，

以适应系统低功耗的需求；

2、进一步提升芯片的可靠性，扩大产品

在包括远程计量、 环境感知以及1.2v移动平

台和物联网等领域的应用

汽车

级

1、工作温度：-40℃-125℃；

2、工作电压：1.7V-5.5V；

3、可靠性：

（1） 擦写次数： 常温下 400万次，

125℃下60万次；

（2）数据保存时间：常温下100年

1、工作温度：-40℃-145℃；

2、工作电压：1.7V-5.5V；

3、可靠性：

（1） 擦写次数： 常温下 400万次 ，

145℃下40万次；

（2）数据保存时间：常温下200年

1、支持更宽的工作温度范围，能适应更恶劣

的工作环境/应用场景；

2、支持更宽的工作电压，以适应系统低

功耗的需求；

3、进一步提升芯片的可靠性，降低系统

故障发生率

NOR�Flash

1、工作温度：-40℃-125℃；

2、工作电压：1.65V-3.6V；

3、可靠性：

（1）擦写次数：常温下10万次；

（2）数据保存时间：常温下20年

4、静态功耗：1-3μA

1、工作温度：-40℃-125℃；

2、工作电压：1.1V-3.6V；

3、可靠性：

（1）擦写次数：常温下20万次；

（2）数据保存时间：常温下50年；

4、静态功耗：1μA

1、进一步降低芯片功耗，缩短擦写时间，以

适应系统低功耗的需求；

2、进一步提升芯片的可靠性，扩大产品

在包括远程计量、环境感知等领域的应用；

3、支持更宽的工作电压，以适应系统低

功耗的需求；

4、进一步提升芯片的可靠性，降低系统

故障发生率

音圈马达驱动芯片

1、工作电压：2.3V-3.6V；

2、工作温度：-45℃-85℃；

3、 算法最快稳定时间：0.5个音圈马

达震荡周期；

4、算法最大容忍马达频率变化范围：

±30%

5、集成EEPROM或Flash；

6、采用闭环和光学防抖（OIS）技术

1、工作电压：2.3V-4.8V；

2、工作温度：-45℃-85℃；

3、算法最快稳定时间：0.3个音圈马达

震荡周期；

4、算法最大容忍马达频率变化范围：

±60%；

5、集成EEPROM或Flash；

6、采用闭环和光学防抖（OIS）技术

1、 提高工作电压范围， 满足手机低功耗需

求；

2、减小芯片面积；

3、采用马达参数自检测方式，提高音圈

马达周期变化容忍度，提升马达稳定速度；

4、采用闭环和光学防抖（OIS）技术控

制音圈马达

智能卡芯片

1、嵌入式EEPROM存储器耐擦写次数为

10万次，数据保存时间为10年；

2、 以嵌入式EEPROM作为存储器，

采用0.18μm工艺制程；

3、ISO/IEC14443�Type�A协议的逻

辑加密型智能卡芯片最小工作场强为

0.25A/M

1、嵌入式EEPROM存储器耐擦写次数为

50万次，数据保存时间为25年；

2、以嵌入式EEPROM作为存储器，采

用0.13μm工艺制程；

3、ISO/IEC14443�Type�A协议的逻辑

加密型 智能 卡芯 片最小 工作场强 为

0.2A/M

1、 更高的耐擦写次数和更长的数据保存时

间；

2、随着代工厂工艺的进步和升级，采用

更先进的工艺制程，实现更小的芯片面积和

更低的功耗；

3、ISO/IEC14443�Type�A协议的逻辑加

密型智能卡芯片实现更小的工作场强，以适

应更多应用场景

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据和财务指标 2021年 2020年 本年比上年增减（%） 2019年

总资产 1,639,096,445.28 1,556,469,946.19 5.31 1,415,897,723.66

归属于上市公司股东的净资产 1,524,493,233.48 1,461,079,275.65 4.34 1,328,307,256.42

营业收入 544,053,914.82 493,852,065.62 10.17 513,371,895.61

归属于上市公司股东的净利润 108,251,077.72 162,947,716.63 -33.57 95,106,151.48

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润

85,177,275.31 60,142,853.22 41.62 97,911,555.97

经营活动产生的现金流量净额 56,114,989.69 92,630,900.59 -39.42 73,773,739.34

加权平均净资产收益率（%） 7.25 11.71 减少4.46个百分点 25.73

基本每股收益（元／股） 0.90 1.35 -33.33 1.05

稀释每股收益（元／股） 0.89 1.35 -34.07 1.05

研发投入占营业收入的比例（%） 13.66 10.52 增加3.14个百分点 11.24

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

营业收入 133,232,337.00 131,247,812.39 127,907,477.86 151,666,287.57

归属于上市公司股东的净利润 16,498,934.69 49,253,223.82 16,844,621.58 25,654,297.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

利润

16,385,981.34 14,349,828.47 26,199,337.71 28,242,127.79

经营活动产生的现金流量净额 -5,835,928.84 53,799,873.55 -6,511,407.05 14,662,452.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1、普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股

东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户） 7,683

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 5,900

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） /

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） /

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） /

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） /

前十名股东持股情况

股东名称

（全称）

报告期内增减 期末持股数量 比例（%）

持有有限售条

件股份数量

包含转融通借

出股份的限售

股份数量

质押、标记或冻结

情况

股东

性质

股份

状态

数量

江西和光投资管理有限公司 25,703,785 21.27 25,703,785 25,703,785 无

境内非国有法

人

聚辰半导体（香港）有限公司 11,268,552 9.33 无 境外法人

桐乡市亦鼎股权投资合伙企业 （普

通合伙）

9,778,611 8.09 无 其他

北京新越成长投资中心 （有限合

伙）

-4,799,993 6,375,568 5.28 147,047 147,047 无 其他

北京珞珈天壕投资中心 （有限合

伙）

5,587,777 4.62 5,587,777 5,587,777 无 其他

武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合

伙企业（有限合伙）

5,587,777 4.62 5,587,777 5,587,777 无 其他

澜起投资有限公司 5,398,000 5,398,000 4.47 无

境内非国有法

人

宁波梅山保税港区登矽全投资管理

合伙企业（有限合伙）

-863,447 4,600,205 3.81 无 其他

聚祥有限公司 -1,309,189 4,131,149 3.42 无 境外法人

宁波梅山保税港区望矽高投资管理

合伙企业（有限合伙）

-333,672 1,752,017 1.45 无 其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

（1）江西和光、北京珞珈与武汉珞珈均系公司实际控制人陈作涛先生所控制企业，互为关联方；

（2）登矽全与望矽高均系公司员工持股平台，执行事务合伙人均系宁波梅山保税港区壕辰投资管

理有限责任公司，互为关联方；

（3）公司未知其他股东之间的关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 /

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

√适用 □不适用

五、公司债券情况

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公

司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

关于报告期内主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分

析” 。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止

上市情形的原因。
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2021

年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股

本。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施

公告中予以明确。

●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整

分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本方案尚需提交公司股东大会批准方可实施。

一、公司2021年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，聚辰半导体股份有限公司（以

下简称“公司” ）期末可供分配利润为人民币276,358,441.81元。 根据第二届董事会第八次会议决议，

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2021年度利润，公司独立董事、监事会发

表了明确同意意见。 本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按

照公司截至2021年12月31日的总股本120,841,867股计算，公司本次利润分配预计派发现金红利总额

为32,627,304.09元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予

股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司将维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2022年4月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年度

利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红

利人民币2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本

发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配方案系基于公司盈利水平、财务状况、日常经营和长远发展

的前提下做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》、《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第1号———规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份首次公

开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内分红回报规划》的有关规定，在兼顾公司的可持续性发展

的同时实现了对投资者合理的回报。

综上所述，公司独立董事对《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》无异议。

（三）监事会审议情况

2022年4月29日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年度

利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红

利人民币2.70元（含税）。

监事会认为，公司2021年度利润分配方案兼顾了投资者合理的回报与公司的可持续发展，符合中

国证监会 《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号———规范运作》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关

法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

三、风险提示

1、本次利润分配兼顾了公司的可持续性发展以及对投资者的合理回报，不会对公司每股收益、现

金流状况、生产经营等产生实质性影响。

2、本方案尚需提交公司股东大会批准方可实施，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年4月30日
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第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第八次会议于2022年4月29日在公司

以通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关

人员列席了会议。 本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚

辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司监事会2021年度工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》

聚辰半导体股份有限公司
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